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前 言
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2

1 范围

本标准规定了集成电路检测技术应用职业技能等级对应的工作领域、工作任务及职

业技能要求。

本标准适用于集成电路检测技术应用职业技能培训、考核与评价，相关用人单位的

人员聘用、培训与考核可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的

版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 7092-1993 半导体集成电路外形尺寸

GB/T 3430-1989 半导体集成电路型号命名方法

GB/T 36477-2018 半导体集成电路 快闪存储器测试方法

20132537-T-604 CMC芯片测试评估规范

SJ/T 11399-2009 半导体发光二极管芯片测试方法

GB/T 35007-2018 半导体集成电路 低电压差分信号电路测试方法

GB/T 35006-2018 半导体集成电路 电平转换器测试方法

GB/T 15878-2015 半导体集成电路 小外形封装引线框架规范

GB/T 15876-2015 半导体集成电路 塑料四面引线扁平封装引线框架规范

SJ/T 11706-2018 半导体集成电路 现场可编程门阵列测试方法

20192064-T-339 半导体集成电路 霍尔电路测试方法

GB/T 31359-2015 半导体激光器测试方法

3 术语和定义

GB/T 35295-2017、国家、行业标准界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D7B67AD3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D7A2B1D3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D82A4CD3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D82D23D3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D82D24D3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D80BECD3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D80BF0D3A7E05397BE0A0AB82A
http://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F25750BB19E05397BE0A0AB44A
http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=71F772D80342D3A7E05397BE0A0AB82A
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3.1 晶圆 Wafer

单晶硅圆柱体切割完成后的薄片，在测试领域，经常特指集成电路制作完成后的晶

圆。 晶圆在单晶硅切片之后，表面是没有蚀刻电路及晶体管的。在经过覆膜，光刻，蚀

刻，布线等制作工艺之后，表面上才会有各种电路和晶体管。

3.2 封装 Packaging

封装是为了保护集成电路，封装的同时，会把芯片的引脚延伸出来，便于客户使用。

封装的标准有很多，有直插式的，有贴片式的等。

3.3 器件 Device

完成封装后的芯片，一般称为Device。

3.4 探针台 Prober

探针台主要应用于半导体行业以及光电行业的测试。探针台从操作上来区分有：手

动，半自动，全自动。

3.5 探针卡 Probe Card

根据被测芯片电路所需探针的数量及布局，将探针对应固定于一块基板上的测试探

头。

3.6 集成电路 Integrated Circuit

将全部或部分电路元件不可分割地联在一起，并形成电互连，以致就结构和产品而

言，被视为不可分割的微电路。

3.7 底座 Header

封装体中用来安装半导体芯片并已具备了芯片焊接（粘接）、引线键合和引出端等功

能的部分，它是封装结构的基体。

3.8 底板 Base
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在陶瓷或金属封装中，构成底座的一种片状陶瓷或金属零件。

3.9 引线框架 Leadframes

采用冲制或刻蚀工艺制造，使具有一定几何图形和规定外形尺寸，提供陶瓷熔封或

塑料封装引出线的一个或一组金属零件。

3.10 划片机 Scribing Machine

在制有完整集成电路芯片的半导体圆片表面按预定通道刻划出网状沟槽，以便将其

分裂成单个管芯的设备。

3.11 塑料封装机 Plastic Packaging Machine

又称塑封机，是在一定温度下，用模压塑封树脂对键合后的管芯进行封装的设备。

3.12 打标机 Marker

将器件的商标、型号等标志清晰打印在器件封壳表面的设备。

3.13 分选机 IC Sorter

与集成电路测试仪连接进行常温或高、低温条件下的集成电路测试和分类的设备。

3.14 原理图 Schematic Diagram

是表示电路板上各器件之间连接原理的图表。

4 适用院校专业

中等职业学校：电子与信息技术、电子技术应用、电子材料与元器件制造、微电子

技术与器件制造、电子电器应用与维修等专业。

高等职业学校：集成电路技术应用、电子信息工程技术、应用电子技术、微电子技

术、电子电路设计与工艺、电子产品质量检测、电子制造技术与设备、电子测量技术与

仪器、电子工艺与管理等专业。

应用型本科学校：电子信息工程技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子

https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E8%B7%AF%E6%9D%BF/10106124
https://baike.baidu.com/item/%E5%99%A8%E4%BB%B6/8755458
https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%9E%E6%8E%A5/70199
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BE%E8%A1%A8/1252386
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信息科学与技术、集成电路设计与集成系统等专业。

5 面向职业岗位（群）

【集成电路检测技术应用】（初级）：

主要面向半导体行业集成电路领域的晶圆厂、封装厂、贴片厂、测试厂等相关企事

业单位，从事集成电路测试、产品抽样质检相关工作，根据作业流程要求完成生产设备

或者测试设备的操作、维护保养、技术参数设置等基本技术工作。

【集成电路检测技术应用】（中级）：

主要面向半导体行业集成电路领域的晶圆厂、封装厂、贴片厂、测试厂相关企事业

单位，从事测试仪器开发维护及测试流程监管相关工作。能根据测试目标调整测试方案

和开发测试仪器，对测试流程进行合理修改和管理。

或面向半导体行业集成电路领域的集成电路方案设计公司等相关企事业单位，从事

方案测试，测试工具设计等相关工作。能对设计人员设计的产品方案提出合适的测试方

案进行相关测试，并提出合理的测试结论和整改意见。

【集成电路检测技术应用】（高级）：

主要面向半导体行业集成电路领域的集成电路方案设计公司、集成电路设计公司等

相关企事业单位，从事集成电路设计应用相关工作，根据产品功能要求设计集成电路测

试的应用方案，设计作业参数，开发相关可测性设计、方案，制定相关作业流程等工作。

6 职业技能要求

6.1 职业技能等级划分

集成电路检测技术应用职业技能等级分为三个等级：初级、中级、高级，三个级别

依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。

【集成电路检测技术应用】（初级）：主要面向集成电路相关企事业单位，从事集成
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电路应用及测试相关工作，根据作业流程要求完成集成电路测试设备的操作，维护保养、

技术参数设置等基本技术工作。

【集成电路检测技术应用】（中级）：主要面向集成电路相关企事业单位，从事集成

电路应用及测试相关工作，根据最终产品质量要求优化集成电路测试设备的应用，调整

作业参数，开发相关测试程序、优化作业流程等技术工作。

【集成电路检测技术应用】（高级）：主要面向集成电路相关企事业单位，从事集成

电路应用及测试相关工作，根据产品功能要求设计集成电路测试的应用方案，设计作业

参数，开发相关可测性设计、方案，制定相关作业流程等工作。

6.2职业技能等级要求描述

表1 集成电路检测技术应用职业技能等级要求（初级）

工作领域 工作任务 职业技能要求

1.职业规

范

1.1 了解集成

电路企业员工

行为规范

1.1.1 能按照员工行为规范指导书，熟悉职业规范。

1.1.2 能按照员工行为规范指导书，熟悉岗位规范。

1.2 了解集成

电路企业员工

职务行为准则

1.2.1 能按照员工职务行为准则指导书，熟悉工作职责。

1.2.2 能按照员工职务行为准则指导书，熟悉相关安全生

产要求。

1.2.3 能按照员工职务行为准则指导书，熟悉相关保密条

例。

2.圆片测

试

2.1 了解集成

电路企业圆片

外观检验

2.1.1 能按照圆片外观检验指导书，使用显微镜检查晶圆

表面。

2.1.2 能按照圆片外观检验指导书，使用晶圆检测软件检

测晶圆外观，保存检测结果。

2.2 圆片测试

2.2.1 能按照圆片测试指导书，正确识别晶圆的型号，完

成装取片。

2.2.2 能按照圆片测试指导书，调用测试程序。

2.2.3 能按照圆片测试指导书，正确在探针台上安装探针

卡并联机。

2.2.4 能按照圆片测试指导书，对测试机、探针台进行日

常保养。

2.3 圆片打点
2.3.1 能按照圆片打点指导书，安装不同规格的打点器。

2.3.2 能按照圆片打点指导书，选择打点工艺，调用打点
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工作领域 工作任务 职业技能要求

文件。

2.3.3 能按照圆片打点指导书，识别打点结果是否符合相

关要求。

3.成品测

试

3.1 集成电路

测试

3.1.1 能按照集成电路测试指导书，正确识别芯片型号，

完成芯片作业流程。

3.1.2 能按照集成电路测试指导书，对典型集成电路测试

进行上下料操作。

3.1.3 能按照集成电路测试指导书，调用测试程序。

3.1.4 能按照集成电路测试指导书，对测试机、分选机、

测试座进行日常保养。

3.2 芯片打标

编带

3.2.1 能按照芯片打标编带指导书，调用打标图形。

3.2.2 能按照芯片打标编带指导书，选择编带材料。

3.2.3 能按照芯片打标编带指导书，进行打标机、编带机

日常保养。

3.3 芯片外观

检测

3.3.1 能按照芯片外观检测指导书，区分常见集成电路封

装类型。

3.3.2 能按照芯片外观检测指导书，判断集成电路成品外

观缺陷。

3.3.3 能按照芯片外观检测指导书，操作常见的包装设

备。

4.样品测

试

4.1 功能测试

4.1.1 能按照样品芯片功能测试指导书，对样品芯片进行

测试条件和测试外围的检查确认。

4.1.2 能按照样品芯片功能测试指导书，对样品芯片进行

从测试激励输入到测试结果输出的全部过程。

4.1.3 能按照样品芯片功能测试指导书，对测试结果进行

记录、整理和初步判断。

4.2 参数测试

4.2.1 能按照样品芯片参数测试指导书，对样品芯片进行

测试条件和测试外围的检查确认。

4.2.2 能按照样品芯片参数测试指导书，对样品芯片进行

从测试激励输入到测试结果输出的全部过程。

4.2.3 能按照样品芯片参数测试指导书，对测试结果进行

记录、整理和初步判断。

4.3可靠性测试

4.3.1 能按照可靠性测试指导书，选择老化板。

4.3.2 能按照可靠性测试指导书，安装老化芯片。

4.3.3 能按照可靠性测试指导书，选择老化板程序。

4.3.4 能按照可靠性测试指导书，完成可靠性测试流程。

4.3.5 能按照可靠性测试指导书，对测试板、测试座进行

日常保养。
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表2集成电路检测技术应用职业技能等级要求（中级）

工作领域 工作任务 职业技能要求

1.质量与

环境管理

1.1 了解5S 管

理

1.1.1 能按照员工行为规范指导书，熟悉5S管理概念。

1.1.2 能按照员工行为规范指导书，熟悉5S管理行为准

则。

1.2 了 解

ISO9001：2000

质量管理体系

知识

1.2.1 能按照ISO9001：2000质量管理体系指导书，熟悉

ISO9000族标准的四个核心标准。

1.2.2 能按照ISO9001：2000质量管理体系指导书，熟悉

ISO9001质量管理准则。

1.3 了 解

ISO14001：2000

环境管理体系

知识

1.3.1 能按照ISO14001：2000环境管理体系指导书，熟

悉环境管理体系要求。

1.3.2 能按照ISO14001：2000环境管理体系指导书，识

别环境因素的影响。

2.圆片测

试

2.1 圆片外观

检验

2.1.1 能按照圆片外观检验指导书，目测圆片划伤、玷污

等表面缺陷。

2.1.2 能按照圆片外观检验指导书，对打点器等进行日常

维护。

2.1.3 能按照圆片外观检验指导书，处理扎针异常等问

题。

2.1.4 能按照圆片外观检验指导书，分析良率异常并输出

分析报告。

2.2 圆片测试

2.2.1 能按照圆片测试指导书，对晶圆测试做合理的中断

及重测。

2.2.2 能按照圆片测试指导书，对不同晶圆手动设置相关

工艺参数。

2.2.3 能按照圆片测试指导书，编制测试程序。

2.2.4 能按照圆片测试指导书，对相关设备进行异常维

护。

2.3 圆片打点

2.3.1 按照圆片测试指导书，对打点器进行调整及维护。

2.3.2 能按照圆片测试指导书，调整打点工艺程序及参

数。

2.3.3 能按照圆片测试指导书，判别扎针状态，剔除异常

管芯。

2.3.4 能按照圆片测试指导书，正确设置晶圆墨点烤箱参

数。

3.成品测

试

3.1 集成电路

测试

3.1.1 能按照集成电路测试指导书，修改测试程序参数。

3.1.2 能按照集成电路测试指导书，建立测试机与分选机

的常规通信。

3.1.3 能按照集成电路测试指导书，验证产品程序。

3.1.4 能按照集成电路测试指导书，对DUT板进行焊接。

3.1.5 能按照集成电路测试指导书，编制测试程序。
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3.1.6 能按照集成电路测试指导书，对测试机等设备进行

日常维护。

3.2 芯片打标

编带

3.2.1 能按照芯片打标编带指导书，根据作业单，正确绘

制打标图形并保存。

3.2.2 能按照芯片打标编带指导书，调试打标机的印刷

图。

3.2.3 能按照芯片打标编带指导书，测试编带拉力/张力。

3.2.4 能按照芯片打标编带指导书，对打标机、编带机进

行日常维护。

3.3 芯片外观

检测

3.3.1 能按照芯片外观检测指导书，对芯片进行外观检

查。

3.3.2 能按照芯片外观检测指导书，对不良外观芯片的替

换。

3.3.3 能按照芯片外观检测指导书，对包装标签进行制

作。

3.3.4 能按照芯片外观检测指导书，维护常见的包装设

备。

4.样品测

试

4.1 功能测试

4.1.1 能按照样品芯片功能测试指导书，对样品芯片进行

测试条件确认和测试外围相关的搭建。（包括温湿度条件，

供电、样品芯片必需的外围元器件、激励输入条件、测试

结果输出方式等）

4.1.2 能按照样品芯片功能测试指导书，根据测试原理图

画测试扩展板。

4.1.3 能按照样品芯片功能测试指导书，编制符合要求的

测试程序。

4.1.4 能按照样品芯片功能测试指导书，对样品芯片进行

从测试激励输入到测试结果输出的全部过程，并完成过程

和结果的记录和分析。

4.1.5 能按照样品芯片功能测试指导书和测试结果，对样

品芯片进行功能测试结论的归纳总结。

4.2 参数测试

4.2.1 能按照样品芯片参数测试指导书，对样品芯片进行

测试条件确认和测试外围相关的搭建。（包括温湿度条件，

供电、样品芯片必需的外围元器件、激励输入条件、测试

结果输出方式等）

4.2.2 能按照样品芯片参数测试指导书，根据测试原理图

画测试扩展板。

4.2.3 能按照样品芯片参数测试指导书，编制符合要求的

测试程序。

4.2.4 能按照样品芯片参数测试指导书，设计合理的结果

记录表格和图表显示方式。

4.2.5 能按照样品芯片参数测试指导书，对样品芯片进行

从测试激励输入到测试结果输出的全部过程，并完成不同
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测试条件结果的记录和筛选。

4.2.6 能按照样品芯片参数测试指导书和测试结果，对样

品芯片进行参数测试结论的归纳总结。

4.3可靠性测试

4.3.1 能按照可靠性测试指导书，根据测试原理图画老化

板。

4.3.2 能按照可靠性测试指导书，根据可靠性测试规范编

制测试程序，并优化测试参数。

4.3.3 能按照可靠性测试指导书，根据测试结果确认硬件

状态。

4.3.4 能按照可靠性测试指导书，对可靠性测试板、测试

座进行日常维护。

表3 集成电路检测技术应用职业技能等级要求（高级）

工作领域 工作任务 职业技能要求

1.集成电

路产业结

构

1.1了解集成电

路产业发展

1.1.1 熟悉集成电路产业结构及世界格局。

1.1.2 熟悉集成电路产业在世界集成电路产业中的地位。

1.2了解集成电

路制造技术

1.2.1 熟悉集成电路制造技术的现状。

1.2.2 熟悉集成电路制造技术发展趋势。

1.3了解集成电

路制造工艺流程

1.3.1 能按照集成电路制造工艺流程指导书，掌握晶圆处

理流程。

1.3.2 能按照集成电路制造工艺流程指导书，掌握晶圆针

测流程。

1.3.3 能按照集成电路制造工艺流程指导书，掌握IC封

装流程。

2.圆片测

试

2.1 圆片外观检

验

2.1.1 能按照圆片外观检验指导书，根据客户特殊要求进

行检验。

2.1.2 能按照圆片外观检验指导书，对异常晶圆表面提出

改善措施。

2.1.3 能按照圆片外观检验指导书，对良率异常晶圆提出

改善措施。

2.2 圆片测试

2.2.1 能按照圆片测试指导书，对异形晶圆做测试工艺程

序。

2.2.2 能按照圆片测试指导书，制定晶圆的测试方案完成

测试规范。

2.2.3 能按照圆片测试指导书，对测试机、探针台进行故

障处理。

2.3 圆片打点
2.3.1 能按照圆片打点指导书，对打点器及工艺进行优

化。
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2.3.2 能按照圆片打点指导书，根据扎针痕迹进行调整扎

针状态。

2.3.3 能按照圆片打点指导书，独立对异常打点圆片进行

清洗并分析调整优化。

3.成品测

试

3.1 集成电路测

试

3.1.1 能按照集成电路测试指导书，根据测试数据确认测

试是否正常。

3.1.2 能按照集成电路测试指导书，对低良率芯片测试分

析并整改。

3.1.3 能按照集成电路测试指导书，独立对芯片测试异常

情况分析并优化。

3.1.4 能按照集成电路测试指导书，对不同封装形式芯片

夹具进行设计。

3.1.5 能按照集成电路测试指导书，制定测试规范及测试

方案。

3.1.6 能按照集成电路测试指导书，正确处理测试机与分

选机的通信异常。

3.1.7 能按照集成电路测试指导书，完成测试机、分选机、

测试座的故障处理。

3.2 芯片打标编

带

3.2.1 能按照芯片打标编带指导书，独立根据需求设计制

定打标图形。

3.2.2 能按照芯片打标编带指导书，独立分析打标异常原

因并调整优化。

3.2.3 能按照芯片打标编带指导书，独立分析编带异常原

因并调整优化。

3.2.4 能按照芯片打标编带指导书，独立完成打标机、编

带机的故障处理。

3.3 芯片外观检

测

3.3.1 能按照芯片外观检测指导书，独立设置并应用真空

包装机，指定正确包装机参数。

3.3.2 能按照芯片外观检测指导书，独立追溯芯片测试流

程及数据。

3.3.3 能按照芯片外观检测指导书，独立处理常见的包装

设备故障。

4.样品测

试
4.1 功能测试

4.1.1 能根据样品芯片说明书要求，沟通功能测试需求，

制定功能测试指导书，规划合理的测试方案。

4.1.2 能样品芯片功能测试指导书，制定测试任务。

4.1.3 能按照样品芯片功能测试指导书，根据测试需求设

计测试原理图。

4.1.4 能按照样品芯片功能测试指导书，根据测试方案制

定测试程序编制需求。

4.1.5 能按照样品芯片功能测试指导书和测试结果，判断

测试结论是否真实可信，是否需要优化测试方案。
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4.2 参数测试

4.2.1 能根据样品芯片说明书要求，沟通参数测试需求，

制定参数测试指导书，规划合理的测试方案。

4.2.2 能按照样品芯片参数测试指导书，制定测试任务。

4.2.3 能按照样品芯片参数测试指导书，根据测试需求设

计测试原理图。

4.2.4 能按照样品芯片参数测试指导书，根据测试方案制

定测试程序编制需求。

4.2.5 能根据样品芯片说明书要求，按照样品芯片参数测

试指导书和测试结果，判断并优化测试方案。

4.2.6 能根据样品芯片说明书要求，按照样品芯片参数测

试指导书，从自动化角度优化测试流程。

4.3可靠性测试

4.3.1 能按照可靠性测试指导书，独立根据可靠性测试需

求设计测试原理图。

4.3.2 能按照可靠性测试指导书，独立根据可靠性测试需

求制定测试任务。

4.3.3 能按照可靠性测试指导书，独立根据测试结果优化

硬件环境。

4.3.4 能按照可靠性测试指导书，独立设计并制定可靠性

测试工艺及条件。

4.3.5 能按照可靠性测试指导书，独立完成可靠性测试

板、测试座的故障处理。
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